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FLEXCEEDと GE、ポリイミドフィルム基板を使った 

次世代パッケージング・ソリューションの製品化に向け共同開発体制を構築 

 

FLEXCEED（フレクシード）株式会社と GEベンチャーズは、パワーオーバーレイ(POL)*1

と呼ばれる、ポリイミドフィルム基板を使ったパワーエレクトロニクス向け半導体部品内

蔵型の次世代パッケージング・ソリューションに関して、FLEXCEEDが特許ラインセンス

を 2017年 2月に取得したことを発表しました。この提携により、FLEXCEEDと GEは次

世代パッケージング・ソリューション開発と商品化の共同開発体制を構築します。詳細な商

品化予定は後日発表いたします。 

 

*1 POLとは、ポリイミドフィルム基板に半導体 ICや電子部品を接着し、銅めっきで配線形

成する「チップ・ファースト」パッケージング・ソリューション。従来の半導体モジュール

と比較し、POLを使用すれば電気抵抗大幅低減、小型、薄型、高電気変換効率化が可能。 
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